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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面のうちの１つに少なくとも１つの電気接点(5, 5')を含むチップ(4)で構成される少な
くとも１つの電子アセンブリを、基板(7)と呼ばれる担体に設置する方法において、前記
接点(5, 5')が導体トラックセグメント(3, 3')に接続され、前記設置が、前記アセンブリ
を基板(7)上に保持し位置決めする設置装置(6)を使用して行われる方法であって、
　－　所定の輪郭を有する導体トラックセグメント(3, 3')を形成する工程と、
　－　トラックセグメント(3, 3')を設置装置(6)に移送する工程と、
　－　トラックセグメント(3, 3')がチップ(4)の少なくとも１つの接点(5, 5')上に設置
されるように、前記トラックセグメント(3, 3')を支承する設置装置(6)によりチップ(4)
を把握する工程と、
　－　チップ(4)及びトラックセグメント(3, 3')からなる電子アセンブリを基板(7)上の
所定の位置に設置する工程と、
　－　チップ（４）及びトラックセグメント(3, 3')を基板(7)内に押しこむ工程と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　チップ(4)及びトラックセグメント(3, 3')を基板(7)内に押し込むことにより、チップ(
4)の接点(5, 5')とセグメント(3, 3')との間の電気接続が保証されることを特徴とする、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　チップ(4)の接点(5, 5')へのセグメント(3, 3')のはんだ付け作業が、基板(7)内に電子
アセンブリを押し込む最中又は押し込んだ後に設置装置(6)を用いて行われるか、基板(7)
内に電子アセンブリを押し込む前の追加工程の時に行われることを特徴とする、請求項１
記載の方法。
【請求項４】
　追加工程が、セグメント(3, 3')をチップ(4)の接点(5, 5')にはんだ付けするために、
設置装置(6)から分離されたはんだ付け装置を用いることを内容とし、次に、基板(7)に設
置し押し込むために、電子アセンブリが設置装置(6)に移送されることを特徴とする、請
求項３記載の方法。
【請求項５】
　設置装置(6)によって前記チップ(4)を把握する前に、導体接着剤を接点(5, 5')に塗布
する工程を含むことを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　設置装置(6)へ前記セグメント(3, 3')を移送する前に、導体接着剤を、チップ(4)の接
点(5, 5')に対向するセグメント(3, 3')の端部に塗布する工程を含むことを特徴とする、
請求項１記載の方法。
【請求項７】
　トラックセグメント(3, 3')が導体材料のシート(2)から得られ、次に、トラックセグメ
ントを保持する設置装置(6)に移送されることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　絶縁セグメントが絶縁フィルムから得られ、次に、トラックセグメント(3, 3')を保持
する設置装置(6)に移送され、前記絶縁セグメントがトラックセグメント(3, 3')上に絶縁
ゾーン(13, 13')を形成することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　把握時、接点(5, 5')を含むチップ(4)の面が設置装置側に向けられること、及び前記接
点(5, 5')が、前記設置装置(6)によって支承されるトラックセグメント(3, 3')の端部に
対向して設置されることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　接点(5, 5')を支承するチップ(4)の表面が基板(7)の表面と同じ高さになりかつトラッ
クセグメント(3, 3')が基板(7)の表面に押圧されるようにアセンブリが設置されることを
特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　導体材料のシート(2)が、その下面に押圧される絶縁フィルム(12, 12')を含むことを特
徴とする、請求項７記載の方法。
【請求項１２】
　基板(7)に押圧されるようになっている下面の中央部分に絶縁ゾーン(13, 13')を含むよ
うに、前記シート(2)からセグメント(3, 3')が得られ、前記セグメント(3, 3')の端部が
絶縁ゾーン(13, 13')から解放されることを特徴とする、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　絶縁フィルム(12, 12')に接着剤が塗布されることを特徴とする、請求項１１記載の方
法。
【請求項１４】
　基板(7)上へのアセンブリの設置時、設置装置(6)が絶縁ゾーン(13, 13')に対向する点(
14, 14')でトラックセグメント(3, 3')を加熱し、それにより接着剤の活性化及び基板(7)
上でのセグメント(3, 3')の保持が生じることを特徴とする、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　電子アセンブリのチップ(4)のハウジング(15)となるための空洞を基板(7)に形成する予
備工程を含むことを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　ハウジング(15)の寸法がチップ(4)の寸法に等しく前記ハウジング(15)の深さがほぼチ
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ップ(4)の厚さに相当する方法であって、セグメント(3, 3')を支承するチップ(4)の面が
基板(7)の表面と同じ高さになるように、ハウジング(15)内にチップ(4)を押し込む前に、
前記ハウジング(15)のレベルにおいて基板(7)を軟化する工程を含むことを特徴とする、
請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　ハウジング(15)の寸法がチップ(4)の寸法より大きく前記ハウジング(15)の深さがほぼ
チップ(4)の厚さに相当する方法であって、ハウジング(15)内に設置されたチップ(4)を取
り囲む自由空間に接着性物質(16)の流動分が充填され、かつセグメント(3, 3')を支承す
る前記チップ(4)の面が基板(7)の表面と同じ高さになるように、前記物質(16)内にチップ
(4)を押し込む前に、前記ハウジング(15)内に接着性物質(16)を塗布する工程を含むこと
を特徴とする、請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　ハウジング(15)の寸法がチップ(4)の寸法より大きく前記ハウジング(15)の深さがチッ
プ(4)の厚さより少ない方法であって、セグメント(3, 3')を支承するチップ(4)の面が基
板(7)の表面と同じ高さになるように、ハウジング(15)内にチップ(4)を押し込む前に及び
／又はその最中、前記ハウジング(15)のレベルにおいて基板(7)を軟化する工程を含み、
ハウジング(15)内に設置されたチップ(4)を囲む空間に基板(7)の材料の流動分(17)が充填
されることを特徴とする、請求項１５記載の方法。
【請求項１９】
　接着性物質(16)によりハウジング(15)内に設置されたチップ(4)を取り囲む空間への充
填が補完されるように、チップ(4)の押し込みの前に前記接着性物質(16)がハウジング(15
)内に塗布されることを特徴とする、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも２つの層(7', 7")を上下に重ねることによって形成される基板(7)を構成す
る予備工程と、上層(7')内に開口部(18)を形成する予備工程とを含み、下層(7")が開口部
(18)の下部を閉じ、前記開口部(18)が電子アセンブリのチップ(4)を受け入れるようにな
っているハウジングを構成することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　開口部(18)の寸法がチップ(4)の寸法に等しく基板(7)の上層(7')の厚さがほぼチップ(4
)の厚さに相当する方法であって、セグメント(3, 3')を支承する前記チップ(4)の面が基
板(7)の表面と同じ高さになるように、開口部(18)内にチップ(4)を押し込む前に及び／又
はその最中、前記開口部(18)のレベルにおいて基板(7)を軟化する工程を含むことを特徴
とする、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　開口部(18)の寸法がチップ(4)の寸法より大きく基板(7)の上層(7')の厚さがほぼチップ
(4)の厚さに相当する方法であって、開口部内に設置されたチップ(4)を取り囲む自由空間
に接着性物質(16)の流動分(17)が充填され、かつセグメント(3, 3')を支承する前記チッ
プ(4)の面が基板(7)の表面と同じ高さになるように、前記物質(16)内にチップ(4)を押し
込む前に、開口部(18)により形成されるハウジング内に接着性物質(16)を塗布する工程を
含むことを特徴とする、請求項２０記載の方法。
【請求項２３】
　開口部(18)の寸法がチップ(4)の寸法より大きく基板(7)の上層(7')の厚さがチップ(4)
の厚さより少ない方法であって、セグメント(3, 3')を支承するチップ(4)の面が基板(7)
の表面と同じ高さになるように、開口部(18)内にチップ(4)を押し込む前に及び／又はそ
の最中、前記開口部(18)のレベルにおいて基板(7)を軟化する工程を含み、開口部(18)内
に設置されたチップ(4)を囲む空間に基板(7)の下層(7")の材料の流動分(17)が充填される
ことを特徴とする、請求項２０記載の方法。
【請求項２４】
　前記接着性物質(16)により、前記ハウジングに設置されたチップ(4)を取り囲む空間へ
の充填が補完されるように、チップ(4)の押し込みの前に開口部(18)により形成されたハ
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ウジング内に接着性物質(16)が塗布されることを特徴とする、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも２つの層(7', 7")を上下に重ねることによって形成される基板(7)を構成す
る予備工程と、下層(7")内に開口部(18)を形成する予備工程とを含み、上層(7')が開口部
(18)を閉じ、電子アセンブリが、設置装置(6)により下層(7")の開口部(18)に対向する上
層(7')内に押し込まれ、前記設置装置(6)によりもたらされる圧力により、上層(7')の軟
化物質が開口部(18)内に流れ、電子アセンブリのセグメント(3, 3')及びチップ(4)が上層
(7')の表面と同じ高さであることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項２６】
　導体トラックセグメント(3, 3')に接続された少なくとも１つの電気接点(5, 5')を具備
するチップ(4)を備える電子アセンブリを基板(7)上に設置するための設置装置(6)におい
て、基板(7)上に電子アセンブリを位置決めし押圧する手段を具備する装置であって、少
なくとも１つの導体トラックセグメント(3, 3')の保持手段を具備するヘッドと、前記チ
ップ(4)の前記少なくとも１つの電気接点(5, 5')に対向して位置決めされるか又は前記チ
ップ(4)の前記少なくとも１つの電気接点(5, 5')に対して適用されて位置決めされる前記
導体トラックセグメント(3, 3')とともに前記電子アセンブリが前記設置装置(6)上に構成
されるように前記チップ(4)を把握及び固定するための手段と、を含み、前記ヘッドが前
記チップ(4)の少なくとも１つの電気接点(5, 5')上への前記導体トラックセグメント(3, 
3')のはんだ付け手段を含むことを特徴とする装置。
【請求項２７】
　トラックセグメント(3, 3')の保持手段が、セグメント(3, 3')を前記装置のヘッド上に
保持するトラックセグメント(3, 3')の面のうちの１つに真空を発生する吸気オリフィス(
10, 10')からなることを特徴とする、請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　チップの把握及び固定のための手段が、対応するオリフィス(10, 10')により保持され
るセグメント(3, 3')の端部の近傍の前記装置のヘッドの中央部位内に位置する少なくと
も１つの吸気オリフィス(11)を備えることを特徴とする、請求項２６記載の装置。
【請求項２９】
　チップ(4)の把握及び固定のための手段が接着要素を備えることを特徴とする、請求項
２６記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランスポンダ、チップカード、集積回路、或いはその他のデジタルデータ
媒体の組み付けの分野に関し、より詳細には、通常、基板と呼ばれる絶縁媒体上の電子ア
センブリの設置、取り付け、接続に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子アセンブリとは、電気接点領域を延長する導体トラックセグメントが配置された電
気接点領域をその面のうちの１つに具備する半導体チップの形態のコンポーネントを意味
する。これらのトラック部分は、チップを基板上にある外部素子に接続する接続部を構成
する。例えばトランスポンダ内では、アセンブリのトラックセグメントは、基板の周囲に
配置されたアンテナの端部にトランスポンダを接続するのに用いられる。
【０００３】
　例えば導体トラックを含む基板上にチップ又は電子アセンブリを設置し接続する方法は
いくつも存在する。
【０００４】
　文献ＥＰ０６９４８７１（特許文献１）は加熱加圧ツールを使用して行われるチップの
設置及び接続方法について記載している。チップはツールにより把握され、接点を含む面
が上に向けられ、次に基板の材料内に加熱加圧される。接点を含む面は基板の表面と同じ
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高さになる。接続は、シルクスクリーン印刷によるか、或いはチップの接点を例えばアン
テナに接続する導体インクによるトラックトレーシングにより行われる。変形形態によれ
ば、トラックセグメントが基板上に置かれ、チップの接点をトラックセグメント上に加圧
することにより接続が実現されるように、接点をもつ面を基板側に向けてチップが加熱加
圧される。
【０００５】
　文献ＷＯ９８／２６３７２（特許文献２）ではチップは浮き彫り接点を含み、接点をも
つ面を基板側に向けて設置される。チップの接点は、基板上にプリントされたアンテナの
導体端子に押圧される。このように実装されチップを覆う基板にはプラスチック材の中間
シートが重ねられる。このようにシートを貼り合わせたもの熱間積層する前に第２シート
が基板を覆う。「フリップチップ」技術と呼ばれるこの方法により、一回の操作でチップ
の設置及び接続を行い、組み付け時の最小厚みを保証することができる。
【０００６】
　文献ＷＯ９８／４４４５２（特許文献３）は、カードの基板内に少なくとも１つのマイ
クロ回路を備えるチップカードの製造方法について記載している。マイクロ回路は出力金
具が上に向くように設置される。基板の表面上に位置するアンテナの接点との金具の接続
は注射器を使用して導体インクを塗布することにより行われる。マイクロ回路は、接続部
の作成後、前記樹脂マイクロ回路を覆うことができる空間を設けるように、厚さよりも深
さの方が大きい空洞の底部に設置される。これらの接続部は、接点、或いは基板の表面上
にプリントされたトラックに達する前に、マイクロ回路の横断面及び空洞の横断面にぴっ
たり合う。
【０００７】
　文献ＥＰ１４１０３２２（特許文献４）の方法においては、プリント導体トラックを含
み、テープ状に配置された基板上の支持テープから、接点面を具備するチップを備える完
全なモジュールが設置される。テープ上に固定されたモジュールのうちの１つのモジュー
ルが、例えばアンテナを形成する導体トラックのアセンブリを具備するテープ部分に対向
して設置される。次に、テープからモジュールが取り外され、アンテナの端子の近傍の基
板上に接着される。アンテナモジュールの接点面の接続は、モジュールの接着の際、適当
な装置を使用して加圧及び接合により行われる。
【０００８】
　文献ＦＲ２７８０５３４（特許文献５）は、面のうちの１つに接点面を具備する半導体
チップと、アンテナを形成する金属部を備える本体を含む物体の製造方法について記載し
ている。接点面を具備するチップの表面は、この表面がチップの面のうちの１つと同じ高
さになるよう設置される。アンテナを形成する金属部、並びにチップの接点面の接続部は
、導体インクのシルクスクリーン印刷により、チップの同一面上に作製される。
【０００９】
　半導体チップの寸法が十分の数ミリ程度というように非常に小さいと、この方法は適用
できなくなる。実際、シルクスクリーン印刷、或いは他の方法（トレーシング、投射）に
よる導体材料の塗布では、チップの接続面のレベルでの短絡又は接点破断を未然に防ぐこ
とができる精度を達成することができない。
【００１０】
　上の設置及び接続方法の主な欠点は、特に、電子アセンブリを形成するチップの寸法が
例えば０．２ｍｍ×０．２ｍｍというようにきわめて小さい時に、精度が足りないという
ことである。更に、チップの接点に取り付けられたトラックセグメント間の間隔が０．０
５ｍｍときわめて狭いため、高精度の位置決め及び接続が必要である。
【００１１】
　最初の３つの例では、チップ又はマイクロ回路のみが基板上に設置され、接点は基板の
１つの面上にプリントされたトラックに押圧されるか（チップを反転）、露出されている
接点が後に接続される。これら２種類の方法はチップのサイズ及び接点のサイズが減少す
ると信頼性が低くなる。
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【００１２】
　最後より１つ前の例では、モジュールは別々に製造されテープ上に配置された後、基板
上に設置される。この方法も比較的時間がかかりコストが高いことがわかった。
【特許文献１】ＥＰ０６９４８７１
【特許文献２】ＷＯ９８／２６３７２
【特許文献３】ＷＯ９８／４４４５２
【特許文献４】ＥＰ１４１０３２２
【特許文献５】ＦＲ２７８０５３４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、小型チップからの電子アセンブリの製造時においても、そのようなア
センブリを絶縁基板に設置する場合においても最大の精度を確保することである。別の目
的は、トランスポンダに関して、高い生産ピッチできわめて低い生産コストを達成するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　これらの目的は、面のうちの１つに少なくとも１つの電気接点を含むチップで構成され
る少なくとも１つの電子アセンブリを、基板と呼ばれる担体に設置する方法において、前
記接点が導体トラックセグメントに接続され、前記設置が、前記アセンブリを基板上に保
持し位置決めする設置装置を使用して行われる方法であって、
　－　所定の輪郭を有する導体トラックセグメントを形成する工程と、
　－　トラックセグメントを設置装置に移送する工程と、
　－　トラックセグメントがチップの少なくとも１つの接点上に設置されるように、前記
トラックセグメントを支承する設置装置によりチップを把握する工程と、
　－　チップ及びトラックセグメントからなる電子アセンブリを基板上の所定の位置に設
置する工程と、
　－　チップ及びトラックセグメントを基板内に押しこむ工程と
　を含むことを特徴とする方法により達成される。
【００１５】
　ここでは基板という用語は、上の方法による電子アセンブリを具備することができるカ
ード、ラベル、物体、或いは物体の構造の一部分（機器のハウジング、バッジ、ボックス
、包装材、書類）などあらゆる絶縁支持体を指す。
【００１６】
　好ましい実施形態によれば、トラックセグメントは、スタンピングツールを使用して導
体材料のシートからスタンプされた任意の形状のストリップ材からなる。次にトラックセ
グメントは設置装置に移送され、設置装置は例えば吸気装置を使用してトラックセグメン
トを保持する。一般的に、スタンプされるトラックセグメントの数はチップの接点の数に
対応する。トラックセグメントは、チップ上の接点の配置に依存する配列に従い、設置装
置により保持される。トラックセグメントの形状及びその個々の寸法もまたチップの接点
の構成並びに基板の導体トラックの構成により決められる。
【００１７】
　トラックセグメントは、例えばＵＨＦ（極超短波）周波数域で動作するトランスポンダ
のアンテナを構成することもできる。一例としては、チップに接続されていないセグメン
トの端部はフリーな状態のまま、即ち基板上の他のトラックに接続されない状態のままで
ある。別の構成によれば、セグメントは、各端部がチップに接続されるループを形成する
。もちろんそのようなセグメントは、チップに接続された端部が１つだけのセグメントと
同じようにして、設置装置により処理することができる。
【００１８】
　この種の構成においては、チップが他の接点を含み、そこからセグメントがトラック、
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或いは基板上に配置された接点表面に接続されているようになっていてもよい。
【００１９】
　ある実施形態によれば、トラックセグメントが固定される設置装置は、同じく吸気によ
りチップを把握し、トラックセグメントの端部はチップの接点に押圧される。次にこのア
センブリは基板上の所定の位置に位置決めされ加圧され、トラックセグメントの自由端は
基板上に存在する回路（例えばアンテナ）の端子に接続される。
【００２０】
　本発明は、導体トラックセグメントに接続された少なくとも１つの電気接点を具備する
チップを備える電子アセンブリを基板上に設置するための設置装置において、基板上に電
子アセンブリを位置決めし押圧する手段を具備する装置であって、少なくとも１つの導体
トラックセグメントの保持手段を具備するヘッドと、前記チップの前記少なくとも１つの
電気接点に対向して位置決めされるか又は前記チップの前記少なくとも１つの電気接点に
対して適用されて位置決めされる前記導体トラックセグメントとともに前記電子アセンブ
リが前記設置装置上に構成されるように前記チップを把握及び固定するための手段と、を
含み、前記ヘッドが前記チップの少なくとも１つの電気接点上への前記導体トラックセグ
メントのはんだ付け手段を含むことを特徴とする装置も対象とする。
                                                                        
【００２１】
　トラックセグメントの保持手段は、トラックセグメントの面のうちの１つに真空を発生
する吸気装置で構成されるのが好ましい。チップの接点に押圧されたトラックセグメント
の端部でチップを把握するために、同様の装置を設けることも可能である。このようにし
て実装されたアセンブリは、基板の所定の場所であってアセンブリが埋め込まれる所まで
移送される。設置装置は基板内にアセンブリを加圧する手段も備える。
【００２２】
　本発明の長所は、電子アセンブリが基板上に設置される前に設置装置により組み付けら
れることにより、中間モジュールの作製が回避されることである。
【００２３】
　本発明は、少なくとも１つの接点を具備する面を含む少なくとも１つの電子チップが材
料内に埋め込まれる絶縁基板をその構造の全体又は一部分上に備える携帯対象物であって
、前記面が基板の表面と同じ高さであり、基板の表面に貼付された少なくとも１つの導体
トラックセグメントがチップの接点に接続されることを特徴とする携帯対象物にも関する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明は、以下に続き、専ら非限定的例として示した添付の図面を参照する詳細な説明
により、よりよく理解されよう。
【００２５】
　本発明の方法によれば、各電子アセンブリはその設置並びに基板上に存在する他の要素
とのその接続の前に実装される。通常、トラックセグメント（３，３’）の数はチップ（
４）の接点（５，５’）の数に相当するが、これらのセグメントは導体材料のシート（２
）内で切断され、次にこれらの接点（５，５’）上で組み付けられる。
【００２６】
　図１は、例えばロールから得られた銅のシート（２）又はリボンにおいてスタンプされ
たさいころの５の目状に配置された一対の矩形トラックセグメント（３，３’）の例を示
す。ここではスタンピングツール（１）は下から上に動作し、設置装置（６）に容易に移
送することができるように、その上面において切断されたセグメント（３，３’）を押す
。設置装置がスタンピングツール（１）の上方に位置決めされ、セグメント（３，３’）
を吸引することにより、セグメントのスタンピング時と同じ位置にセグメントを保持する
。次に、接点（５，５’）が設置装置のヘッドの中央ゾーン内で各セグメント（３，３’
）に最も近い端部に接触するように、セグメント（３，３’）を支承する設置装置（６）
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により電子チップ（４）が把握される。チップ（４）も、トラックセグメント（３，３’
）と同様な方法で吸引により装置上に保持される。
【００２７】
　このようにして形成され、把握装置（６）により支承されるアセンブリは、同じ装置に
より次に設置され、基板（７）内で例えば加熱加圧される。アセンブリの接点の表面は上
側に向けられ、図４の断面が示すように基板（７）の表面と同じ高さになり、トラックセ
グメント（３，３’）が基板（７）の表面上に平らに設置される。
【００２８】
　図３を参照すると、セグメント（３，３’）の自由端は、基板（７）上に配置された導
体トラック（８、８’）により形成された適当な端子上に加圧接続される。
【００２９】
　最終の組み付け段階においては、電気的接続はあらかじめ行われているので、基板（７
）の表面全体又は一部分上で既知の技術により保護絶縁シート（９）が積層加工され、ト
ラックセグメント（３，３’）及びチップ（４）からなる電子アセンブリの最終的機械的
保持が確保される。
【００３０】
　この設置方法は、例えば、トランスポンダ、或いは電子アセンブリが例えばアンテナの
端部に接続される無接点チップカードの製造の際に有利に適用される。
【００３１】
　図２は、それぞれが突起を有する２つの接点（５，５’）を含むチップ（４）からなる
アセンブリの断面を示す。トラックセグメント（３，３’）の接続は、突起がセグメント
の導体材料との電気的接点を実現するように、加圧により行われる。突起は、設置装置を
使用して加熱によりトラックセグメントの接続を行うことができるように、比較的低い温
度で溶解する材料（例えばすずを基材とする合金）で構成することも可能である。
【００３２】
　例えば金の場合のように突起の材料の溶点が高いとき、例えばレーザー、超音波、或い
は加熱圧縮による追加のはんだ点により、最適な電気接触を確保することができる。これ
らのはんだ付け作業は、電子アセンブリを基板（７）に押し込む際或いは押し込んだ後に
行うか、電子アセンブリの設置後の追加工程の最中に行うことができる。別の可能性とし
ては、予備工程時に、高温にて、単数又は複数の導体セグメント（３，３’）をチップ（
４）の接点（５，５’）にはんだ付けするために、設置装置から分離されたはんだ付け装
置を使用する方法がある。次にチップ－セグメントのアセンブリは設置装置に移送され、
設置装置はこのアセンブリを基板（７）上に設置し、例えば基板の軟化に適した低温で基
板を押し込む。はんだ付け装置は高温であるため、はんだ付けも設置も行う１つの装置で
、基板の品質を下げずにこの設置作業を行うことは難しい。
【００３３】
　一変形形態によれば、チップ（４）の接点（５，５’）へのトラックセグメント（３，
３’）の接続は、設置装置（６）によるチップ（４）の把握の前にこれらの接点（５，５
’）に導体接着剤を塗布することにより行うことができる。別の可能性は、チップ（４）
の接点（５，５’）に対向するセグメント（３，３’）に導体接着剤を塗布することであ
る。この作業は、セグメント（３，３’）のスタンピングの前又は後に設置装置（６）に
セグメントを移送する前の工程で実行される。接着剤は非活性状態で既に導体シートに塗
布し、次に、後で活性化することもできる。このように、チップ（４）の接点（５，５’
）とトラックセグメント（３，３’）との接着は、設置装置（６）によりチップの把握時
、次に、基板（７）にチップ－セグメントアセンブリを押し込む工程の最中又はその後に
行われる。
【００３４】
　図５は、吸気（真空）により電子アセンブリの種々の要素を保持するためのオリフィス
（１０，１０’、１１）を具備する本発明による設置装置（６）のヘッドの下部の略図で
ある。第１工程では、オリフィス（１０，１０’）による吸気によりトラックセグメント
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（３，３’）をスタンピングツール（１）上で受け取り、定位置に保持することができる
。第２工程では、同じく吸気により適当な支持体からチップ（４）が把握されるが、この
吸気は中央オリフィス（１１）を通過する。このようにして構成され設置装置により保持
される電子アセンブリは最終的には基板（７）上に設けられた場所に移動され、材料内に
押し込まれる。設置装置（６）のヘッドは相互に組み付けられた複数の部品で構成するか
、構成例による、スタンピングツール、セグメント及びチップの吸引システム、はんだ付
けシステムの全体的支持体となる単一ブロックで構成することができる。
【００３５】
　図６は、内部でトラックセグメント（３，３’）がスタンプされた導体テープ（２）が
テープの下面に貼付された絶縁ゾーン（１２,１２’）を具備する変形形態を示す。これ
らのゾーン（１２,１２’）は、このテープ（２）からスタンプされた各セグメントの絶
縁中央部分（１３，１３’）を、基板に押圧するための面上に形成するよう配置される。
【００３６】
　チップ（４）及びトラック又はこの目的のために設けた基板（７）の導体部分との接続
を確保するため、セグメント（３，３’）の端部は絶縁ゾーンから解放されている。この
分離により、図７に示すようないくつかの構成においてセグメントが交差する基板（７）
のトラック（８，８’）との短絡を防ぐことができる。
【００３７】
　一変形形態によれば、セグメント上の絶縁ゾーンは、導体セグメントと同様の方法であ
るが絶縁フィルムから得られた絶縁セグメントから作製することができる。これらのセグ
メントは設置装置上に移送され、アセンブリを設置し基板内に押し込む前に、適当なトラ
ックセグメントに押圧された押圧された状態で保持される。この変形形態により、任意の
形状、特に、例えばトラックの交差部分のよりすぐれた絶縁を確保するために導体セグメ
ントより大きい絶縁セグメントを作製することができる（図１７の例を参照のこと。）。
【００３８】
　図８に示す別の変形形態によれば、もしセグメント（３，３’）がより長いと、導体テ
ープ（２）の絶縁フィルムは接着剤層を含むことができる。一旦活性化されれば接着剤層
により、例えば複数のトラックが交差する時でも基板上にセグメントを保持することがで
きる。接着剤層は、絶縁フィルム上に貼付する代りに基板（７）に配置することもできる
。
【００３９】
　アセンブリの設置の際、絶縁ゾーンに対向する点（１４，１４’）において設置装置（
６）により接着剤層を局部的に加熱することによる活性化により、セグメント（３，３’
）は例えば基板（７）上に接着される。これらの点（１４，１４’）は基板（７）のトラ
ック外のところに位置するのが好ましく、それにより、より良好な接着が可能になる。
【００４０】
　一変形形態によれば、導体トラックセグメント（３，３’）のスタンピング作業及びア
センブリの設置作業は同一の装置により行うことができる。この場合、装置のヘッドを補
完するものとして、トラックセグメント（３，３’）の切断に使用するスタンプがある。
スタンプの後退により吸気オリフィス（１０，１０’）はチップ（４）を把握する前にセ
グメント（３，３’）を適切な位置に保持することができる。従って、スタンピングツー
ルから設置装置側へのトラックセグメント（３，３’）の移送工程はなくなる。
【００４１】
　別の変形形態によれば、チップの把握及び固定のための手段は、設置装置（６）の中央
ゾーン内の単数又は複数のオリフィス（１１）の代用となる接着要素を備える。チップ（
４）は、基板（７）上の所定場所に電子アセンブリを運搬する間、その接点（５，５’）
間に臨時的に接着される。接着要素は、電子アセンブリの押し込み後、設置装置（６）の
後退ができるように、基板（７）へのチップ（４）の固定力よりも弱い接着力を有する。
チップ（４）が突起接点（５，５’）を含む場合、電子アセンブリの表面の平面性を向上
させるために、接着剤は設置後もチップ（４）上に残ることができる。
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【００４２】
　垂直軸（Ｘ軸）に沿った導体接着要素を、チップ（４）の接点に対向する設置装置（６
）上に追加することも可能であることに留意すべきである。中央ゾーンの単数又は複数の
吸引（真空）オリフィスを接点に置き換えることも、オリフィスに接点を追加することも
可能である。
【００４３】
　変形形態によれば、設置装置（６）のヘッドは、トラックセグメント（３，３’）をチ
ップ（４）の接点にはんだ付けする手段を含むことができる。これらのはんだ付け手段は
例えばレーザー又は超音波の発生源、或いは複数の加熱体で構成することができる。はん
だ付けする要素に必要な圧力をくわえるために、通常、これらの手段は、設置前又は設置
中、或いは基板（７）内に電子アセンブリを押し込む時又は押し込んだ後に使用される。
【００４４】
　本発明による方法は、非熱溶解、即ち温度が上昇しても溶解も軟化もしない基板を備え
る電子タグ又はトランスポンダの製造にも適用される。基板は、紙又は段ボールのような
セルロースを基材と材料で構成することができる。そのような場合、トラックセグメント
を具備するチップが内部に設置される空洞を設けることが好ましい。空洞はフライス加工
によるか、溶媒を使用し温度上昇あり又はなしで基板をあらかじめ軟化させた後にパンチ
を押し込むことにより作製することができる。電子アセンブリは、局部的に変形すること
ができる材料内、或いはチップの体積を吸収するよう可鍛化されたゾーン内に直接、冷間
又は加熱圧縮することもできる。本方法の目的は、熱溶解基板の場合と同様、遊びのない
正確な位置決めを保持することであり、これは即ち空洞の内部でアセンブリが動く可能性
がないことを意味する。もちろん、チップのハウジングとなるそのような空洞は、局部的
加熱によりハウジング内へのチップの押し込み及び保持が容易になる熱溶解基板内に形成
することも可能である。
【００４５】
　いくつかの非熱溶解基板を使用した試験により、アセンブリを熱間で直接押し込むと、
チップの場所において基板の材料が燃焼し空洞が生じることがわかった。従ってこの場合
、空洞をあらかじめ形成する必要がない。
【００４６】
　基板の材質又は構造、或いは利用可能なツールに応じて、図９から図１４に示す方法の
複数の変形形態が可能である。
【００４７】
－　図９は、チップ－セグメントアセンブリが、熱間で、或いは溶媒を用いて冷間で基板
（７）内に直接押し込まれる最も単純な変形形態を示す。場合によっては、アセンブリの
設置を容易にするために、チップ（４）の寸法より若干小さいか或いはそれに等しい寸法
で基板（７）内にハウジング（１５）が形成される。ハウジング（１５）の深さはチップ
（４）の厚さにほぼ相当し、その結果、セグメント（３，３’）を支承するその面は基板
（７）と同じ高さになる。このハウジング（１５）は、設置装置（６）によるチップ－セ
グメントアセンブリの設置に先立つ工程の際に作製されるのが好ましい。設置装置はアセ
ンブリをハウジング（１５）に押し込んだり取り出したりするが、アセンブリは、ハウジ
ング（１５）及びチップ（４）の寸法が相似であることによりハウジング内に保持される
。押し込み圧力を低減するために、適当な溶媒を使用してハウジング（１５）の周囲を局
部的に軟化させることも検討可能である。
【００４８】
－　図１０はハウジング（１５）の寸法がチップ（４）の寸法よりも大きく、深さがチッ
プ（４）の厚さにほぼ相当する場合を示す。この場合、例えば熱溶解樹脂、熱硬化樹脂、
紫外線硬化樹脂、或いはその他の適当な接着剤など、好ましくは接着性物質（１６）がハ
ウジング（１５）内に塗布される。すると設置装置（６）は、チップ（４）の外縁に沿っ
て残された自由空間内に分布し流し込まれた接着性物質（１６）内にチップ（４）を押し
込む。接着性物質（１６）の硬化後、この充填によりチップ－セグメントアセンブリの安
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定した位置の保持が可能になる。
【００４９】
－　図１１はハウジング（１５）の深さがチップ（４）の厚さよりも小さく、ハウジング
の寸法がチップ（４）の寸法よりも大きい場合を示す。設置装置（６）はチップを押し込
み、その結果、セグメント（３，３’）を支承するチップ（４）の面は基板（７）と同じ
高さになる。基板（７）を過度に変形させることなくこの水平出しを確保するため、ハウ
ジング（１５）のレベルで基板を軟化させることができ（溶媒又は加熱）、チップ（４）
を囲む自由空間内への基板（７）の材料の流し込み（１７）も可能になる。このようにし
て充填された空間により、ハウジング（１５）内のチップ－セグメントアセンブリの位置
が保持される。
【００５０】
－　チップ（４）の寸法に対するハウジング（１５）の寸法に応じて空間の充填を補完す
るために、図１１に示すハウジング内に接着性物質（１６）を加えることにより、本方法
のこの変形形態と上記の変形形態とを組み合わせることができる。
【００５１】
　図１２から図１４は、相互に重ねられ設置された２つの層（７’,　７”）で基板（７
）が形成される変形形態を示す。上層（７’）は開口部（１８）、即ちこの層（７’）の
全厚さに及ぶ孔を含む。通常、開口部（１８）は、下層（７”）の設置の前に基板の上層
（７’）をスタンピングすることにより作製される。開口部（１８）の下面は、正確な位
置にチップ（４）を保持するのに用いられるハウジングを形成するように、基板（７）の
下層（７”）により閉じられる。基板の２つの層の積層化は、電子アセンブリをハウジン
グ内に設置した後の工程で行われる。
【００５２】
－　図１２は、開口部（１８）の寸法がチップ（４）の寸法以下であり、この層（７’）
の厚さがチップ（４）の厚さに等しい変形形態を示す。図９の変形形態の場合と同様、チ
ップ（４）が開口部（１８）内に押し込まれ、開口部（１８）の壁により直接保持される
。セグメント（３，３’）を支承するチップ（４）の面は基板（７）の上層（７’）と同
じ高さである。
【００５３】
－　図１３は、開口部（１８）の寸法がチップ（４）の寸法より大きく、上層（７’）の
厚さがチップ（４）の厚さに等しい変形形態を示す。図１０の変形形態の場合と同様、チ
ップ（４）が開口部（１８）内に設置され接着性物質（１６）内に押し込まれた時、チッ
プ（４）を囲む空間に充填するように、開口部（１８）により形成されたハウジング内に
接着性物質（１６）が塗布される。
【００５４】
　図１２及び図１３の変形形態では、開口部を含む基板の厚さがチップの厚さと同様であ
るが、これらの変形形態は下部基板なしでも作製可能である。チップは、開口部の縁によ
り保持されるか、開口部の縁とチップとの間の空間に充填される接着性物質により保持さ
れる。開口部の１つ又は２つの面を覆うように、後の工程で追加保護層を基板に追加する
こともできる。
【００５５】
－　図１４は、基板の上層（７’）の厚さがチップ（４）の厚さより薄く開口部（１８）
の寸法がチップ（４）の寸法よりも大きい変形形態を示す。この場合、図１１の場合と同
様、チップ（４）は開口部（１８）を通して押し込まれ、次に、軟化された基板（７）の
下層（７”）内に押し込まれ、その結果、この層（７”）の材料（１７）がチップ（４）
の外縁に沿って流れる。このようにしてチップ（４）の周囲で充填された空間によりチッ
プを開口部（１８）内に保持することができる。
【００５６】
－　図１０及び図１１の変形形態と同様、図１３及び図１４の変形形態を組み合わせるこ
とができる。開口部（１８）の寸法に対するチップ（４）の寸法に応じてチップの周囲の
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自由空間の充填を補完するために、図１４に示すハウジング内に接着性物質（１６）を加
えることができる。
【００５７】
－　図１５及び図１６は、基板（７）の下層（７”）内で開口部（１８）が切断される二
層式基板（７）を有する変形形態を示す。チップ（４）とセグメント（３，３’）のアセ
ンブリは設置装置（６）により、下層（７”）の開口部（１８）と対向する上層（７’）
内に押し込まれる。設置装置（６）により加えられる圧力により、図１６に示すように、
上層（７’）の軟化材料を開口部（１８）内に流すことができる。図９から図１４の変形
形態における場合と同様、セグメント（３，３’）は上層（７’）の表面と同じ高さであ
る。
【００５８】
　開口部（１８）の寸法及び基板（７）の層（７’,　７”）の厚さが決められる主たる
基準は、基板（７）内に組み込まれたチップ（４）セグメント（３，３’）アセンブリの
貼付に悪影響を及ぼす可能性のある凹み又は突起を基板（７）の表面に生じさせることな
く開口部を満たすのに必要な材料の体積である。
【００５９】
　図１７は本発明の方法により行われる実施例を示す。基板（７）の部分は、それぞれが
導体セグメント（３，３’）の一方の端部に接続された接点（５，５）を具備するチップ
（４）を備える。各導体セグメント（３，３’）の他方の端部は基板（７）上に配置され
た導体トラック（２１、２１’）に接続される。チップからの第１セグメント（３’）は
第１絶縁セグメント（２０’）上を通過して導体トラックアセンブリ（２１）と交差する
。チップ（４）の第２導体セグメント（３）はトラック（２１’）の端部に接続される。
このトラック（２１’）は、トラックアセンブリ（２１）を覆う第２絶縁セグメント（２
０）上を通過して遠くのトラック（２１”）に到達する第３導体セグメント（３”）に接
続される。
【００６０】
　これらの種々の要素（導体セグメント、絶縁セグメント、チップ）の設置方法は以下の
ように要約される：
　－　設置装置（６）により３つの導体セグメント（３，３’，３”）をスタンピングし
把握する。
　－　設置装置（６）により２つの絶縁セグメント（２０，２０’）をスタンピングし把
握する。
　－　先に把握した導体セグメント（３，３’）であって、基板（７）内への押し込み工
程において端部が接続される導体セグメントの端部に接点（５，５’）が対向するようチ
ップ（４）を把握する。
　－　接点を支承するチップの面並びに導体及び絶縁セグメントが基板表面と同じ高さに
なるように、基板（７）上の所定の位置に設置し、把握された全ての要素を押し込む。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】導体材料のテープからのトラックセグメントのスタンピング、並びにチップ及び
トラックセグメントを保持する設置装置の透明上部の略図である。
【図２】チップ及びトラックセグメントで構成される電子アセンブリの拡大断面図である
。
【図３】アセンブリが設置されプリントトラックに接続された基板の部分の上面図である
。
【図４】図３の基板の部分の拡大断面図である。
【図５】トラックセグメント及びチップを保持する設置装置のヘッドの下部の略図である
。
【図６】絶縁ゾーンを具備する導体テープからトラックセグメントがスタンプされる変形
形態を示す図である。
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【図７】絶縁ゾーンを具備するアセンブリのトラックセグメントが基板の他のトラックと
交差及び／又は重なる基板の部分の上面図である。
【図８】より長くかつ絶縁ゾーンを具備するトラックセグメントが、トラックを交差して
基板上に接着される基板の部分の上面図である。
【図９】チップ－セグメントアセンブリが基板内に押し込まれる基板の部分の拡大断面図
である。
【図１０】チップの寸法より大きい寸法のハウジングであって自由空間に充填される接着
剤によりチップ－セグメントアセンブリが保持されるハウジングを含む基板の部分の拡大
断面図である。
【図１１】深さがチップの高さよりも少ないハウジングを含む基板の部分の拡大断面図で
ある。ハウジングへのチップ－セグメントアセンブリの押し込みの際、基板の材料が自由
空間に充填される。
【図１２】上層がチップの寸法に実質的に等しい寸法の開口部を含み、チップ－セグメン
トアセンブリが開口部内に押し込まれる、重ねられた２つの層で形成された基板の部分の
拡大断面図である。
【図１３】上層がチップの寸法より大きい寸法の開口部を含み、自由空間内に充填される
接着剤によりチップ－セグメントアセンブリがハウジング内に保持される、重ねられた２
つの層で形成された基板の部分の拡大断面図である。
【図１４】チップの高さより少ない厚みの上層が開口部を含む、重ねられた２つの層で形
成された基板の部分の拡大断面図である。開口部へのチップ－セグメントアセンブリの押
し込みの際、基板の下層の材料が自由空間に充填される。
【図１５】下層が開口部を含む、重ねられた２つの層で形成された基板の部分の拡大断面
図である。チップ－セグメントアセンブリは下層の開口部に対向する上層内に押しこまれ
る。
【図１６】チップ－セグメントアセンブリが上層内に押し込まれ、上層の材料が下層の開
口部に充填される、図１５の断面図である。
【図１７】セグメントが絶縁セグメント上を通過しつつ導体トラックを交差するチップ－
セグメントアセンブリを備える基板の部分の図である。
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